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SEMI E48-1101 

SMIFインデクサ用空間のための仕様 

 

NOTICE: This translation is a REFERENCE COPY ONLY. If differences should exist between the English version 
and a translation in any other language, the English version is the official and authoritative version. 

免責事項： この SEMI スタンダードは，投票により作成された英語版が正式なものであり，日本語版は日本の利

用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優

先されます｡ 

SEMI スタンダード日本語翻訳版をご利用にあたっての注釈を本文の末尾に記載しております（「すべきである」

「しなければならない」について等）。 

 

本仕様は，Physical Interfaces & Carriers Global Technical Committee で技術的に承認されたもので，European 
Equipment Automation Committee が直接責任を負うものである。現版は 2001 年 4 月 24 日に European Regional 
Standards Committee にて承認された。2001 年 8 月にまず www.semi.org で入手可能になり，2001 年 11 月発行に

至る。初版は 1995 年発行，前版は 2001 年 7 月発行。 

 

1  目的 

1.1  本仕様の目的は，単一もしくは多数のポートを持ったツールに，SMIF の統合を可能にするために，

ツール内に必要とする空間を用意することである。 

2  範囲 

2.1  本仕様は，インタフェース面に関してツール内に必要なスペースを定義する。この仕様は，標準メカ

ニカルインタフェース (SMIF) スタンダード，SEMI E19 に言及する。 

注意： このスタンダードおよび安全ガイドラインはその使用に関連した全ての安全上の問題を取り扱

うことを意図していない。この文書の使用者は，その責任において，適切な安全および健康上実施すべ

き事項を決定し，また使用前に法規制やその他の制限への適用性を判断するものである。 

3  参照スタンダード 

3.1  SEMI スタンダード 

SEMI E15 — Specification for Tool Load Port 

SEMI E19 — Standard Mechanical Interface (SMIF) 

注意： 別途指示のない場合，引用された全ての文書は最新版を指す。 

4  用語 

4.1  定義 

4.1.1  カセット (cassette) － 1 枚以上の基板（ウェーハ、マスクなど）を保持する，開放された構造を有す

る容器。 

4.1.2  統合 SMIF (integrated SMIF) － SMIF ポートとポートドアを位置決めするための機構を含むユニット。

全ユニットはツール内に組込まれている。 

4.1.3  標準メカニカルインタフェース (Standard Mechanical Interface [SMIF]) － SEMI E19 に準じたポッド

および他のミニエンバイロメントの間のインタフェース面。 

注：SEMI による書面での了承なき場合は，本書の全部もしくは一部の転載を禁じる。
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4.2  ウェーハ移載面 (wafer transfer plane) － インタフェース面からウェーハが移送されるレベルまでの最

大距離をもった面。 

5  要求事項 

5.1  図 1 は統合 SMIF のための高さ寸法および用語を，絵で示したものである。図 2 は，ツール上の統合

SMIF の所要フットプリントを示す。この寸法を，SEMI E15 に関連して示す。 

5.2  インタフェース面とウェーハ移載面 A1 の間の最小距離は，ポートプレートと検出システムの厚さに

より制限される。この距離はできるだけ人間工学的に小さく保つべきである。 

5.3  インタフェース面から下の寸法 A2は，距離 A1，カセット寸法，および機構コンポーネントを考慮に

入れる。プロセスツールは，SMIF の統合ができるように，なにもない空間を用意しておかねばならない。 

5.4  図 2 の通り，ウェーハ移載軸 B2 は，統合 SMIF ユニットの中心線に必ずしも一致する必要がないこ

とが理解できる。これは，沢山のポートが取付けられ，さらに SEMI E15 を堅持するために，インデック

ス機構を異なった位置に置くことができるようにしている。 

 

表 1  統合 SMIF 寸法 

  150 mm まで 200 mm 

設置高さ A1 63 mm max. 
(2.48 in. max.) 

63 mm max. 
(2.48 in. max.) 

 A2 400 mm min. 
(15.75 in. min.) 

400 mm min. 
(15.75 in. min.) 

フットプリント B1 355 mm min. 
(13.98 in. min.) 

355 mm min. 
(13.98 in. min.) 

 B2 177.5 mm max. 
(6.99 in. max) 

177.5 mm max. 
(6.99 in. max) 

 B3 157 mm max, 
(6.18 in. max.) 

182 mm max. 
(7.17 in. max.) 

 B4 390 mm min. 
(15.35 in. min.) 

390 mm min. 
(15.35 in. min.) 

 B5 20 mm max. 
(0.79 in. max.) 

20 mm max. 
(0.79 in. max.) 

SEMI E15 
（推奨） 

S 350 mm 
(13.8 in.) 

400mm 
(15.7 in.) 
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